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1. はじめに

　電子機器の高性能化，多機能化および小型化と共に，低
価格競争は激化しているのが現状である。低価格化を実現
するために設計期間や開発期間の短縮に全力を傾けてい
る。一方，製品のリコールや回収といったニュースが絶え
間ないという現状があり，信頼性評価技術に関する期待は
高い。
　しかしながら，機器の劣化の解析や対策が十分になって
いないのが現実である。種々の機器の劣化の要因として
は，電気的，熱的，電気化学的なものがある。そのなか
で，電子機器での高密度実装化と高機能化が進み，異種物
質が接触する界面の増加，および導体間距離（電極間隔）
の狭ピッチ化に伴い，電気科学的な劣化であるエレクトロ
ケミカルマイグレーション（（以下，ECMと呼ぶ））が重要
視されている。
　このような背景から，本稿では，ECMについて，信頼性
解析技術委員会に設置された研究会の活動を中心として
ECM研究の成果と今後の課題についてまとめたものであ
る。

2. プリント配線板劣化の要因と ECM

　配線板の絶縁低下要因としては，化学的ストレス，熱的
ストレス，機械的ストレス，電気的ストレスおよび環境的
ストレスなどがあり，これらが相互に影響し，図 1に示す
ようなさまざまな絶縁劣化現象を引き起こす。図に示すよ
うに，ECMは環境ストレスと電気化学的な相互作用によっ
て引き起こされるものである。

3. ECM

　ECMについては，日本プリント回路工業会 (JPCA)の下
部組織であるエレクトロケミカルマイグレーション試験方
法規格部会によって以下のように定義されている 1)。『エレ
クトロケミカルマイグレーションによるプリント配線板の
絶縁劣化とは，本来良好な絶縁性が保たれているプリント
配線板の導体の間に電圧を印加し，湿度雰囲気の環境下に

おいて電気化学的に導体からのイオンの溶出により，導体
間の絶縁性が低下する現象である。』形態としては，大きく
分けてデンドライトと CAF (Conductive Anodic Filament)2)の
2つがあり，後述する。

4. ECMの発生メカニズム

　図 2に ECM発生のメカニズムをイメージ化したものを
示す。図に示すように①陽極から金属イオンが還元析出す
るか，化合物として析出する場合と，②陽極で溶出した金
属イオンが陰極に至り，ここで電子を貰って還元析出する
場合に分類される。
　これらのマイグレーションの進展過程に差が見られるの
は，次の理由によると考えられる。①のタイプは，高温高
湿の劣化条件においても電極間の絶縁抵抗が 108Ωオーダ
以上の場合で，この値より絶縁抵抗が低下している場合で
は②のタイプが見られるようになる。通常の場合には①の
タイプの劣化の場合が多いが，ソルダーレジストや絶縁被
覆層のある場合で後述する高度加速寿命試験 3)（Highly 
Accelerated Temperature and Humidity Stress Test 以下 HAST
と呼ぶ）時には②のタイプの劣化状況を示す場合が多い。
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図 1.　配線板の劣化要因と劣化現象

 

 

  

  

 

 


